Hochintegrierte Schaltungen mit hunderten Millionen Transistoren sind die Kernstiicke
fast aller modernen elektronischen Gerite. Dieser bemerkenswerte Fortschritt wurde
hauptsichlich durch das Verkleinern der Halbleiterstrukturen erreicht. Die Kosten fiir
jede weitere Strukturverringerung steigen jedoch stark an. Um die Leistung zukiinftiger
Schaltkreise weiterhin zu erhéhen, gewinnen daher zunehmend neue Technologien und
Entwurfsmethoden an Bedeutung.

Eine Moglichkeit, den Integrationsgrad von Schaltungen zu steigern, sind dreidimen-
sionale elektronische Systeme (3D-Systeme), bei denen 3D-Integrationstechnologien es
erlauben, mehrere Ebenen aktiver Bauelemente iibereinander anzuordnen. Das Hinzufii-
gen der dritten Dimension gestattet hohere Integrationsdichten, kiirzere Verbindungslei-
tungen und den Aufbau heterogener Systeme in einer Baugruppe. Der Ubergang von
zweidimensionalen (2D) zu dreidimensionalen integrierten Systemen (3D) ist auch ein
topologischer Wandel, womit der Entwurf dieser Systeme neu auszurichten ist.

Dieses Buch stellt die neuartigen Herausforderungen sowie aktuelle Ergebnisse beim
Entwurf von 3D-Systemen vor. Diese beruhen auf Forschungen am Institut fiir Feinwerk-
technik und Elektronik-Design der Technischen Universitit Dresden und dem Fraunhofer-
Institut fiir Integrierte Schaltungen/Institutsteil Entwurfsautomatisierung. Die Arbeiten
sind zum Teil innerhalb von Forderprojekten des Bundesministeriums fiir Bildung und
Forschung durchgefithrt worden. Dies sind die BMBEF-Projekte V3DIM und NEEDS und
die EU-Projekte Therminator und e-Brains, in denen das Fraunhofer-Institut als Partner
mitwirkt. Ebenfalls zu nennen ist hier das Graduiertenkolleg 1401 der DFG, in dessen Rah-
men viele der Arbeiten an der TU Dresden erfolgten. Wir danken den Foérdergebern fiir die
Maéglichkeit, die Forschungen mit ihrer Unterstiitzung intensiv vorantreiben zu kdnnen.

Die Herausgeber mochten sich bei den Autoren fiir die geleistete Arbeit sowie fiir ihre
wertvollen Beitrage und ihr Engagement bei der Vorbereitung des Buches herzlich bedanken.
Damit ist ein Werk entstanden, das einen umfassenden Einblick in die Entwurfsmethoden
fiir die Eroberung der dritten Dimension gibt. Dank gilt auch dem Springer-Verlag, der das
schnelle Erscheinen erméglichte. Die Herausgeber hoffen, dem Leser eine gute Hilfestellung
fir den Einstieg in die Welt der dreidimensionalen Systemintegration zu geben.
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